
カンファレンス聴講料・技術展来場無料（懇親会有料）

連絡先: MEF事務局 ㈱セミコンダクタポータル mef_2018@semiconportal.com Tel: 03-5733-4971 

技術展示出展のご案内

出展者特典

一般企業 アカデ
ミック

ベンチャー
企業

¥250,000 ¥50,000 ¥50,000

企
業
P
R
の
支
援

1 ショートプレゼンテ
―ション枠の使用権

〇 × 〇

2 MEF2018予稿集への
広告掲載

１頁〇 １頁〇 1頁〇

3 MEF2018ウエブサイ
トへのバナー掲載

〇 〇 〇

4 MEF2018セッション・
展示会場内にロゴ
掲載

〇 〇 〇

5 PRビデオのループ
上映

〇 〇 〇

招
待
・
優
待

6 懇親パーティへの
招待(4/25)

1名様* × ×

7 MEF2018招待講演者
昼食席招待
(4/25､26)

2名様* × ×

8 VIPルーム使用権 〇 〇 〇

上記金額は税別です
*1月31日までにお申込の場合、招待枠が2倍となります

一般企業展示

サイズ W1800mm×D900mm×H1800mm
（展示台高さ：700mm）
基礎小間には以下を基本パッケージとします。
・バックパネル
・社名板（スミ 1 色、統一書体）
・展示台（テーブルクロス、スカート布で覆われます）
・コンセント 500W（2 口付き）
・椅子 1 脚

アカデミック展示・ベンチャー企業展示

アカデミック展示小間仕様
基礎小間サイズ幕板付長机
（W1800mm×D450mm×H700mm）＋バックパネル
(H1800mm) 
*バックパネルはポスター掲示が可能です。

MEF2018実行委員会幹事

委員長 桑野 博喜 東北大学 大学院
副委員長 江刺 正喜 東北大学
副委員長 神永 晉 SPPテクノロジーズ
副委員長 小林 直人 早稲田大学
プロジェクトリーダー

石田 博之 ズース・マイクロテック
田中 秀治 東北大学大学院
野副 真理 日立ハイテクノロジーズ
宮島 博志 オリンパス

本フォーラムは、21世紀のキーテクノロジーとされるMEMS技術の現状と、向こう10年までの技術の

将来に迫る、この分野のキープレイヤーの中でもエンジニアを中心に運営されるユニークな場で

す。世界中のMEMS研究者、開発者、技術者が一堂に集うこのフォーラムは、2009年3月の初開催以

降、回を重ね、MEF2018で第10回を迎えることとなります。

MEMSに関する基礎技術ならびに隣接分野の技術において、エンジニアならではの視点と技量で、

新しいカタチを形成し、そして融合させて参ります。さらに融合の過程や完成に向かう姿を国際的

なレベルで検証することをミッションとしております。展示会(4/25-26の2日間、40-50小間）を開

催致します。 是非ご出展頂けますようお願い致します。

・Keynote Speakers
Prof. Thomas Kenny, Stanford University (USA)
Prof. Hidetoshi Katori, The University of Tokyo (Japan) 
Mr. Hideo Shindo, METI (Japan)
Dr. Kurt Petersen, Silicon Valley Band of Angels (USA) 
Prof. Nico de Rooij, EPFL Lausanne (Switzerland) 
・Guest Speakers

Dr. Julien Arcamone, CEA-Leti (France)
Dr. Raji Baskaran, Intel (USA)
Mr. Udo Bischof, Bosch (Germany)
Mr. Jean-Christophe Eloy, Yole Developpement (France)
Mr. Jari Honkanen, MicroVision (USA)
Prof. David A. Horsley, University of California Davis (USA)
Prof. JIAO Jiwei, Shanghai Industrial uTechnology Research 

Institute (SITRI) (China)
Mr. Susumu Kaminaga, SPP Technologies (Japan) 
Prof. Shoji Kawahito, Shizuoka University (Japan)
Mr. Vesa-Pekka Lempinen, Okmetic Oyj (Finland)
Prof. Sheng-Shian Li, National Tsing Hua Univ.(NTHU)(Taiwan)
Ms. Karen Lightman, MEMS & Sensors Industry Group, MSIG (USA)
Prof. Yoshinori Matsumoto, Keio University (Japan)
Prof. Koji Mitsubayashi, Tokyo Medical and Dental University (Japan)
Mr. Shinji Nishimura, Hitachi (Japan)
Prof. Yuji Ohgi, Keio University (Japan)
Dr. Aarne Oja, Tikitin Ltd.(Finland)
Dr. Thomas Otto, Fraunhofer Institute for Electronic 

Nanosystems -ENAS(Germany)
Prof. Keigo Saeki, Nara Medical University (Japan)
Mr. Tatsuo Torii, Japan Atomic Energy Agency (JAEA) (Japan)
Dr. Sheng Xu, UC San Diego (USA)


